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(57) Abstract 

A known contact heat transfer electrical cooking system has a metallic cooking plate body whose top face is covered by a 
protective layer, for heating a cooking vessel which can be placed on said protective layer. The cooking plate body also has at 
least one heating element mounted on its bottom face and a control unit, which is connected to the heating element in order to 
control the heating capacity of the cooking system. According to the invention, the protective layer is configured as a sol-gel 
layer in order to produce a cooking system with good application properties which is also simple to manufacture. 



(57) Abrege 

L'invention concerne un systeme de cuisson electrique transmettant de la chaleur par contact Ce systeme comprend un corps 
sous forme de plaque metallique dont la face superieure est munie d'une couche de protection et sert a chauffer un recipient de 
cuisson pouvant §tre place sur la couche de protection; Ce systeme comprend egalement au moins un element chauffant maintenu 
sur sa face inferieure, ainsi qu'une unite de commande, reliee a I'element chauffant pour reguler la puissance calorifique du 
systeme de cuisson. Afin de mettre au point un systeme de cuisson de ce type qui presente de bonnes proprietes d'utilisation, 
tout en etant simple a produire, il est prevu que la couche de protection sort une couche sol-gel. 
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(57) Abstract 

A known contact heat transfer electrical cooking system has a metallic cooking plate body whose top face is covered by a protective 
layer, for heating a cooking vessel which can be placed on said protective layer. The cooking plate body also has at least one heating 
element mounted on its bottom face and a control unit, which is connected to the heating element in order to control the heating capacity of 
the cooking system. According to the invention, the protective layer is configured as a sol-gel layer in order to produce a cooking system 
with good application properties which is also simple to manufacture. 



(57) Zusammcnfassung 

Bekannt ist ein kontaktwdnneiibertnigendes elektrisches Kochsystem mit einem metallischen Kochplattenkfirper, der an seiner 
Oberseite mit einer Schutzschicht bedeckt ist, zur Erwarmung eincs auf der Schutzschicht absteUbaren KochgefSsses, mit zumindest cinem 
an dessert Unterseite gehalterten Heizelement, und mit einer Steueremheit, die mit dem Heizelement zur Steuerung der Heizleistung des 
Kochsystems verbunden ist, Um gute Gebrauchseigenschaften bei einer einfachen Fertigung des Kochsystems crreichen zu konnen, ist die 
Schutzschicht als Sol-Gel-Schicht realisiert 
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Kontaktwarmeubertragendes elektrisches Kochsystem 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontaktwarmeubertragendes elektrisches Kochsy- 
stem mit einem Kochplattenkdrper nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

Ein derartiges Kochsystem ist bekannt aus der Druckschrift DE 41 09 569 A1, wobei die 
Heizpiatte eine Deckschicht aus gut warmeleitendem, elektrisch nicht Oder nur schlecht 
leitendem Material besitzt, vorzugsweise Glaskeramik oder Keramik, die nur wenige mm 
Wandstarke aufweist, insbesondere eine Starke im Bereich von 6 bis 10 mm. Die als 
Heizpiatte dienende Metallplatte ist vorzugsweise aus Stahl, weist eine Starke vorzugs- 
weise im Bereich von 4 bis 8 mm auf, und ist an ihrer Unterseite mit einer Emailleschicht 
bedeckt, deren Wandstarke sich im um-Bereich bewegt. Die Emailleschicht ist mit einer 
Heizleiteranordnung bedruckt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Kochsystem nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruches 1 bereitzustellen, das bei einfacher Fertigung gute Gebrauchseigen- 
schaften aufweist. 

ErfindungsgemSB ist dies bei einem Kochsystem mit den Merkmalen des Patentanspru- 
ches 1 erreicht. Es ist zum einen ein Schutz gegen das Anlaufen von KochplattenkOrpern 
aus Edelstahl oder ein Verkratzen oder sonstiges Verschmutzen verhindert. Zum anderen 
konnen extrem dunne Schutzschichten verfahrenstechnisch einfach in der Sol-Gel- 
Technik realisiert sein. Dabei ist die Sol-Gel-Schicht beispielsweise in einem einfachen 
Tauchverfahren auf den KochplattenkOrper aufbringbar. Insbesondere s'rnd bei der Sol- 
Gel-Technik die im Vergleich zur Emaillierungstechnik niedrigen Einbrenntemperaturen 
von etwa 450 bis 500 °C besonders gunstig. Auch sind die aufgebrachten Sol-Gel- 
Schichten fur die bei derartigen Kochsystemen typischen Temperaturen geeignet. Die 
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Schichtstarken betragen dabei nur wenige urn. Aufgrund der Sol-Gel-Technik verfiigen 
die aufgebrachten Schichten trotz ihrer geringen Starke sowohl im Falle einer Mehr- 
schichttechnik aufeinander als auch auf dem Substratmaterial selbst, insbesondere 
Metall, uber eine groBe Stabilitat und ein groBes Anhaftvermogen. 

Vorteilhafterweise ist auch eine elektrische Isolationsschicht an der Unterseite des Koch- 
plattenkorpers in Sol-Gel-Technik aufgebracht. So konnen die Deckschicht und die Iso- 
lationsschicht in einer Technologie und gegebenenfalls sogar im selben Fertigungsschritt 
aufgebracht werden. Falls die Isolationseigenschaften der Sol-Gel-Schicht nicht ausrei- 
chend sind, kann gemafc einer bevorzugten Ausfuhrungsform auf die Sol-Gel-lsolations- 
schicht eine Emaille-Zusatzisolationsschicht aufgebracht sein. Dieses Zusatzemaille 
konnte dann ein Glasemaille sein, das im Unterschied zu keramischen Emailles bereits 
bei etwa 55Q°C eingebrannt werden konnte. Gegebenfalls kann in herstellungsgOnstiger 
Weise das Einbrennen des Zusatzemailles zusammen mit in Dickschichttechnik auf das 
Zusatzemaille aufgebrachten Heizelementen, Sensoren sowie elektronischen Schaltungs- 
elementen erfolgen. 

Infolge der geringen Schichtstarke der Sol-Gel-Schicht treten in dem Kontaktheizkorper 
nur geringe Spannungen auf. Weiterhin ist eine sehr gute Warmeleitung von den Heiz- 
elementen zum Topf sichergestellt, und es ist eine geringe Rifianfalligkeit der Schutz- 
schichl und/oder der Isolationsschicht bzw. eine geringe Wahrscheinlichkeit von Ab- 
platzern realisiert. Diese dOnne Schutzschicht stellt einen ausreichenden Korrosions- und 
Oxidationsschutz sowie einen harten Oberflachenschutz fur das Metall dar. 

Ein besonders guter Warmeubergang vom Kochplattenkorper bzw. zum Topf und eine 
diesbezuglich hervorragende Warmeverteilung ist dadurch erreichbar, daS der Koch- 
plattenkdrper eine isolierende Schutzschicht im um-Bereich aufweist, auf die das Heiz- 
element mittels Dickschichttechnik direkt aufgebracht ist. Gegebenenfalls kann das Heiz- 
element auch mit aufwendigeren Beschichtungsverfahren, beispielsweise der Dunn- 
schichttechnik, realisiert sein. 

Aufgrund der dunnen Schutzschichten treten beim Aufheizen des Kontaktheizkorpers 
trotz der unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten der Sol-Gel-Schutzschicht 
und der Metallplatte lediglich geringe Spannungen im Kochsystem auf. 

GemSB einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist der Kochplattenkorper bei etwa 20°C ka- 
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lottenfdrmig vertieft ausgebildet. Diese Wolbung von der Topfbodenunterseite weg kann 
insbesondere durch eine Bombierung einer als Kochplattenkorper dienenden Metallplatte 
realisiert sein. Dadurch ist sichergestellt, daB Topfe mit kalottenformig nach unten ge- 
wdlbten Topfboden auf dem Kochsystem stabil abgestellt werden konnen und zugleich 
5 ein groBflachiger Warmekontakt zwischen dem Kochplattenkorper und dem Topfboden 
moglich ist. 

Aus umfangreichen Versuchsreihen hat sich ergeben, daB die Tiefe der Kalotte bzw. des 
schalenformig gestalteten Kochplattenkorpers maximal etwa 0,1 mm betragt. Dadurch ist 
10 zum einen sichergestellt, daB nahezu alle am Markt erhaltlichen KochgefaBe problemlos 
auf dem Kochsystem abgestellt werden konnen, und daft zum anderen die Steuerung der 
Wdlbung des Kochplattenkorpers auch in Richtung nach oben gewOlbter KochgefaB- 
bbden realisierbar ist. 



15 Vorteilhafterweise ist das Material des Kochplattenkdrpers Edelstahl Oder auch Alumi- 
25 nium. Metall besitzt gegenuber beispielsweise Silitiumnitrid insbesondere die besseren 

Warmeleitungseigenschaften und ebenso Kostenvorteile. Einerseits aus StabilitSts- 
grunden und andererseits aus Kostengrunden bewegt sich die Starke der Metallplatte vor- 
teilhafterweise etwa zwischen 2 und 5 mm. Das Aufbringen der Schutzschicht in Sol-Gel- 
30 20 Technik auf eine Edelstahlplatte ist im Vergleich zur Emaillierungstechnik fertigungs- 

technisch wesentlich einfacher. 



GemaB einer bevorzugten AusfOhrungsform ist im wesentlichen im Zentralbereich des 
Kochplattenkorpers eine Ausdehnungsplatte gehaltert, deren Temperaturlangenausdeh- 
nungskoeffizient von dem des Kochplattenkorpers abweicht. Bei einer Erwarmung des 
Kochplattenkorpers kommt es aufgrund der unterschiedlichen Langenausdehnungskoeffi- 
zienten zur Wolbung des Kochplattenkorpers in Richtung Topfboden bzw. nach oben. 
Altemativ dazu weist der Kochplattenkorper an dessen Unterseite im Zentralbereich eine 
flachige Aussparung auf. Dies ist fertigungstechnisch einfacher als das Haltern des 
Einsetzteils im Kochplattenkorper. Infolge der zentrischen beispielsweise kugelkalotten- 
formigen Aussparung an der Unterseite des Kochplattenkdrpers in dessen Zentralbereich 
kommt es aufgrund des Beheizungsvorgangs zu tangentialen und radialen Zugspannun- 
gen. Diese verursachen eine Wolbung des Kochplattenkorpers nach oben bzw. auf die 
Unterseite des Kochgefaftbodens zu. 
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Um das AusrnaB der Wolbung des Kochplattenkorpers steuern zu konnen, ist bevor- 
zugter Weise eine Sensorik zur Erkennung des groRflachigen Kontaktes zwischen dem 
KochgefaBboden und der Oberseite des Kochplattenkorpers vorgesehen. Dies kann 
beispielsweise durch eine kapazitive Sensoranordnung realisiert sein. Dabei wird die sich 
5 mit verandemdem Abstand zwischen der Oberseite des Kochplattenk&rpers und der 
Unterseite des Topfbodens verandernde KapazitSt zwischen den beiden Platten in an sich 
bekannter Weise als MeBsignal verwendet. Eine weitere Alternative besteht darin, dafi 

15 die Steuereinheit die Anderungsrate der Temperatur des Kochplattenk6rpers mit der Zeit 

wahrend des Aufheizvorganges auswertet. Dabei wird ausgenutzt, dafi sich bei bekannter 
10 zugefOhrter Heizleistung der Temperaturanstieg des Kochplattenkorpers deutlich verrin- 
gert, wenn ein ausreichender Warmeleistungskontakt zwischen dem Topfboden und dem 

20 Kochplattenkdrper hergestellt ist. Weiterhin ware es auch moglich, daB von den Kochge- 

faBhersteilern die Ebenheit bzw. der Wblbungsgrad des Topfbodens jeweils bekanntge- 
geben wird, und uber eine Eingabeeinhe'rt von der Bedienperson beim Beginn des 
15 jeweiligen Kochvorganges dem Kochsystem vorgebbar ist. Die Steuereinheit berechnet 

25 sich dann aus der vorgegebenen Wolbung und der gewunschten bzw. eingestellten 

Heizleistung die entsprechenden Heizleistungen bzw. Heizleistungsprofile des ersten und 
zweiten Heizkdrpers. 

30 20 Um den Warmekontakt zwischen dem Topfboden und der Oberseite des Koch- 

plattenkorpers nicht unnotig zu verschlechtern, halt die Steuereinheit ab der Detektion 
eines ausreichenden Warmekontaktes zwischen beiden den Temperaturunterschied 
zwischen dem Zentralbereich und dem Peripherbereich des Kochplattenkorpers und 

35 damit dessen Wolbung im wesentlichen konstant. Weiterhin garantiert die Steuereinheit 

25 durch eine entsprechend angepaKte Heizleistung der beiden Heizelemente ein Erreichen 
der iiber die Bedieneinheit von einer Bedienperson vorgegebenen Heizleistung. 

40 GemaS einer bevorzugten Ausfilhrungsform steuert die Steuereinheit zunachst for eine 

bestimmte Zeit das zweite, im Peripherbereich des Kochplattenkorpers angeordnete Heiz- 
30 element. Dadurch wird der Peripherbereich relativ zum Zentralbereich des Kochplatten- 
korpers erwarmt. Es werden tangentiale und radiale Zugspannungen im Peripherbereich 

45 ties Kochplattenkorpers hervorgerufen. Als Folge dieser Zugspannungen vergr&Bert sich 

der Umfang des Heizkorpers und es wird ausgezeichnete Ebenheit der Oberflache des 
Kochplattenkorpers erreicht. 

35 

50 
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Nachfolgend sind anhand schematischer Oarsteilungen drei Ausfuhrungsbeispiele des 
erfindungsgemaBen Kochsystems und des entsprechenden Verfahrens zum Betreiben 
der Kochsysteme beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 stark vereinfacht in einer Seitenansicht zum Teil in Schnittdarstellung 
das Kochsystem mit darauf abgestelltem Topf gemaB dem ersten 
AusfOhrungsbeispiel, 

Fig. 2 ein Diagramm stark vereinfacht mit dem zeitlichen Verlauf der Heiz- 
leistungen des Kochsystems, 

Fig. 3 den Kochplattenkorper des Kochsystems gemaB dem zweiten AusfOh- 
rungsbeispiel, 

Fig. 4 den Kochplattenkorper des Kochsystems gematt dem dritten AusfOh- 
rungsbeispiel, und 

Fig. 5 stark schematisiert drei Phasen des Heizvorganges bei einem Koch- 
plattenkerper gemaB dem zweiten oder dritten AusfOhrungsbeispiel. 

GemaB Fig. 1 weist ein Kochfeld eine Glaskeramikplatte 1 auf, in bzw. unterhalb der 
ein Kochsystem 3 gehaltert ist. Dabei ist in eine kreisformige Offnung der Glaskera- 
mikplatte 1 von oben ein kreisfo-rmiger KochplattenkSrper 5 aus Edelstahl gesetzt. Auf 
der Oberseite des Kochplattenkorpers 5 ist ein an sich bekannter Topf 6 mit einer nach 
oben gewfilbten Topfbodenuntersefte gestellt (in unterbrochenen Linien gezeigt). 
Dadurch ist gemSB Fig. 1 bei Raumtemperatur zwischen der Oberseite des Koch- 
plattenkorpers 5 und der Unterseite des Topfbodens 6 ein unerwunschter Luftspalt 
ausgebildet, der die Warmeubertragung vom Kochplattenkorper 5 zum Topfboden 6 
beeintrachtigt. Der Kochplattenkorper 5 ist als 4 mm starke Scheibe ausgebildet, deren 
Oberseite mit einer etwa 5 urn starken transparenten, in Sol-Gel-Technik aufgebrach- 
ten Schutzschicht 13 versehen ist. 

Dabei wird aus einer L6sung (Sol) durch kontrollierte Kondensationsmethoden ein 
kolloides System im Mikrometer-MaSstab (Gel) erzeugt und auf das Substrat aufge- 
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bracht. Dieses Gel wird durch Trocknen infolge Losungsmittelentzug verdichtet und 
anschlie&end in geeigneter Weise ausgehSrtet bzw. bei einer Temperatur von etwa 
450 bis 500°C eingebrannt. Wahrend dieses Prozesses wird die Sol-Gel-Schicht uber 
chemische Verbindungen mit dem Untergrund besonders fest verbunden. Die dabei 
entstehende Sol-Gel-Schicht bildet insbesondere einen Anlauf- und Oxidationsschutz 
fur das Edelstahl. Die Schutzschicht 13 schutzt das Edelstahl weiterhin vor dem Ver- 
kratzen. Altemativ ist es auch mOglich die Schutzschicht einzufarben und/ Oder un- 
durchsichtig zu gestalten. An der dem Topf 6 zugewandten Oberseite des Koch- 
plattenkorpers 5 weist dieser eine sich umfangsseitig erstreckende Schulter 7 auf, mit 
der der Kochplattenkorper 5 auf dem Randbereich der Offnung der Glaskeramikplatte 
1 liegt. Urn eine radiale Ausdehnung des Kochplattenkorpers 5 bei dessen betriebs- 
gemaBer Erwarmung im Heizvorgang zu ermoglichen. ist umfangsseitig zwischen der 
SeRenwand des Kochplattenkdrpers 5 und der Wand der Offnung der Glaskeramik- 
platte 1 ein ausreichender Spalt 9 gebildet. Zur Befestigung und Abdichtung der An- 
ordnung ist zumindest der Spalt 9 zum Teil mit Silikonkleber 1 1 gefullt. Weiterhin kann 
der Kochplattenkorper 5 durch nicht naher gezeigte Haltevomchtungen in der Offnung 
der Glaskeramikplatte 1 gehaltert sein. 

Gemaa Fig. 1 ist an der Unterseite der Edelstahlplatte 5 im Zentralbereich eine 
kalottenfarmige Aussparung 15 ausgebildet. Diese erstreckt sich etwa uber die Halfte 
des Durchmessers des Kochplattenkorpers 5 und erreicht ihre maximale Tiefe im 
Mittelpunkt bzw. Zentrum er Kreisscheibe 5. Auf die Unterseite des Kochplattenkorpers 
5 ist eine elektrische Isolationsschicht 16 in Sol-Gel-Technik in der selben Starke wie 
die der Schutzschicht 13 aufgebracht. Urn die Isolationseigenschaften der Isolations- 
schicht 16 zu verbessern, kdnnen auf diese weitere Sol-Gel-Schichten oder eine Glas- 
emaillescriicht aufgebracht sein (nicht gezeigt). Auf die Isolationsschicht 16 ist im Be- 
reich der Aussparung 15, also im Zentralbereich des Kochplattenkorpers 5, ins- 
besondere in Dickschichttechnik mit einer geeigneten Paste, groGflachig ein erstes 
Heizelement 17 aufgedruckt. Das erste Heizelement 17 kann beispielsweise spiral- 
formig verlaufen und mehrere seriell und/oder parallel geschaltete Unterheizkreise 
aufweisen (nicht gezeigt). Weiterhin ist im Bereich der Aussparung 15 ein ebenfalls in 
Dickschichttechnik aufgebrachter erster Temperatursensor 19 vorgesehen. Dieser ist 
geeignet angeordnet, um die Temperatur im Bereich der Aussparung 15 des Koch- 
plattenkorpers 5 erfassen zu kannen. Entsprechend dem ersten Heizelement 17 und 
dem ersten Temperatursensor 19 sind im ringformigen Peripherbereich des Koch- 
plattenkorpers 5 auGerhalb der Aussparung 15 groGflachig ein zweites Heizelement 21 
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und ein zweiter Temperatursensor 23 aufgedruckt. Die Heizelemente 17, 21 und 
Sensoren 19, 23 konnen wiederum mit einer Schutzschicht bedeckt sein (nicht 
gezeigt). Weiterhin ist untertialb der Heizelemente 17, 21 eine thermische Isolations- 
schicht vorgesehen, urn die Energieveriuste des Kochsystems 3 untertialb der Glas- 
keramikplatte 1 zu verringem (nicht gezeigt). 

Das Kochsystem 3 weist eine elektronische Steuereinheit 25 auf, die Qber Verbin- 
dungsleitungen 27 mit dem ersten und zweiten Heizelement 17, 21 und dem ersten 
und zweiten Temperatursensor 19, 23 verbunden ist. Weiterhin ist die Steuereinheit 25 
uber Steuerieitungen 29 mit nicht naher dargestellten Leistungsschaltern verbunden, 
die zur Steuerung der Heizleistung der Heizelemente 17, 21 dienen. Um die Leistungs- 
steuerung besonders feinfuhlig zu gestalten, kann diese durch eine Schwingungs- 
bzw. Impulspaketsteuerung Oder eine geeignete Phasenanschnitissteuerung realisiert 
sein. Dabei ist durch das geeignete Schalten Oder Ansteuem von Netzhalbwellen 
sichergestellt, dad die vorgeschriebenen Flickerraten eingehalten werden. Weiterhin 
ist mit der Steuereinheit 25 eine Eingabeeinheit 31 verbunden. Ober diese konnen bei- 
spielsweise die gewunschte Heizleistung und gegebenenfalls auch die Beschaffenheit, 
insbesondere das WolbungsmaB des Topfbodens von einer Bedienperson vorgegeben 
werden. 

Die Funktionsweise des Kochsystems gemaB dem in Fig. 1 gezeigten ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel kann beispieisweise die folgende sein: Die Bedienperson gibt einen 
Leistungswunsch und zugleich den ihr bekannten Wolbungsgrad des verwendeten 
Topfbodens in die Eingabeeinheit 31 vor. Ober in einer Tabelle der Steuereinheit 25 
abgespeicherte Parameter steuert diese den zeitlichen Ablaut und die Werte der 
Heizleistungen der beiden Heizelemente 17 und 21 auf das bekannte WolbungsmaR, 
wie nachfotgend noch ausfuhrlicher erlautert ist. 

Andererseits kann der Heizvorgang voll automatisiert auch gemSB Fig. 2 ablaufen, 
wenn die Wolbung des Topfbodens 6 unbekannt ist. Zunachst schaltet dabei zum 
Zeitpunkt t1 die Steuereinheit 25 eine begrenzte Heizleistung auf das zweite Heiz- 
element 21 , das im Peripherbereich des Kochplattenkorpers 5 angeordnet ist. Dadurch 
werden tangentiale und radiale Zugspannung im Peripherbereich verursacht, was eine 
Vergrd&erung des Umfangs bzw. eine Streckung des Kochplattenkorpers 5 zur Folge 
hat. In diesem ersten Schritt kann eine vollige Ebenheit der Oberseite des Koch- 
plattenkdrpers 5 erreicht werden. Diese erste Phase kann nach einigen Sekunden, bei- 
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spielsweise 15 bis 30 Sekunden, abgeschlossen sein. Falls ein Topf 6 mit einer 
ebenfalls vollig ebenen Topfbodenunterseite auf dem Kochplattenkorper 5 abgestellt 
ist, kann unmittelbar im AnschluB daran der eigentliche Herzvorgang gestartet werden. 
Falls jedoch ein Topf mit nach oben gewolbtem Topfboden auf dem Kochplattenkorper 
5 abgestellt ist, wird zum Zeitpunkt t2 gematt Fig. 2 die Heizleistung des ersten 
Heizelementes 17 erhoht. Infolge der zentrischen, kugelkalottenfdrmigen Aussparung 
15 in der Unterseite des Kochplattenkorpers 5 setzt sich die Plattenverfonmung 
aufgrund der durch die Erwarmung des Zentralbereiches hervorgerufenen mechani- 
schen Spannungen in Richtung auf den Boden des Topfes 6 fort, d.h. die 
Edelstahlplatte 5 wOlbt sich nach oben. Zum Zeitpunkt t3 erkennt die Steuereinheit 25, 
daft der Warmekontakt zwischen dem Boden des Topfes 6 und der Oberseite des 
Kochplattenkorpers 5 ausreichend groll ist, d.h. dafJ der dazwischen ursprunglich 
vorhandene Luftspalt auf ein Minimum reduziert ist. Diese Kontakterkennung basiert 
darauf, daS ab dem Zeitpunkt des ausreichenden Warmekontaktes zwischen dem 
Topfboden und der Oberseite des Kochplattenkorpers 5 der Temperaturanstieg je 
Zeiteinheit im Zentral- und im Peripherbereteh deutlich abnimmt. Dies ist dadurch ver- 
ursacht, dali infolge des gut warmeleitenden Kontaktes zwischen dem Topf 6 und dem 
Kochplattenkorper 5 dem Gesamtsystem deutlich mehr Warme entzogen wird. Typi- 
sche Werte fur das Zeitinterval vom Zeitpunkt t2 zum Zeitpunkt t3 kdnnen 30 bis 60 
Sekunden sein. 

Zum Zeitpunkt des Kontaktes (t3) zwischen dem Topfboden 6 und dem Kochplatten- 
korper 5 liegt zwischen dem Zentralbereich und dem Peripherbereich des Koch- 
plattenkorpers 5 ein definierter Temperaturunterschied vor. Aufgrund der gegebenen 
geometrischen Ausgestaltung des Kochplattenkorpers 5 ist jedem derartigen Tempe- 
raturgradienten ein bestimmtes WSIbungsmaB des Kochplattenkorpers 5 zugeordnet. 
Damit bei einmal hergestelltem Kontakt das Ausmaa der W6lbung des Kochplatten- 
korpers 5 erhalten bleibt, werden nun zum Einstellen der von der Bedienperson ge- 
wiinschten Heizleistung die Einzelheizleistungen der beiden Heizelemente 17 und 21 
entsprechend aufeinander abgestimmt erhoht. Ziel dabei ist es, den im Zeitpunkt der 
Kontakterkennung gemessenen Temperaturunterschied zwischen dem Zentral- und 
dem Peripherbereich etwa konstant zu halten. Zum Zeitpunkt t4 ist dann die ge- 
wiinschte Heizleistung eingestellt und zugleich das erforderliche Ausmafi der Wdlbung 
des Kochplattenkorpers 5 zur Herstellung eines warmeleitenden Kontaktes zur Unter- 
seite des Topfbodens 6 sichergestellt. Falls beim Erreichen der gewiinschten Heiz- 
leistung festgestellt wird, dali sich der Abstand zwischen der Oberseite des Koch- 
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plattenkorpers 5 und der Unterseite des Topfbodens 6 unerwilnschter Weise ver- 
grdRert hat. wird durch die Steuereinheit 25 der besagte Temperaturgradient neu eio 
gestellt. 

Beim zweiten und dritten Ausfuhrungsbeispiel gemSB den Figuren 3 und 4 ist lediglich 
der Kochplattenkorper 5 jeweils geringfugig von dem des ersten AusfQhrungsbeispiels 
abgewandelt. Um auch nach unten gewolbte KochgefafJboden 6 mit dem Kochsystem 
3 mit dem gewOnschten Wirkungsgrad beheizen zu konnen, ist der Kochplattenkorper 
5 jeweils mit einer Bombierung von etwa 0,1 mm versehen. Dadurch ist der Koch- 
plattenkdrper 5 insgesamt als nach unten, im Zentralbereich vom Topfboden weg ge- 
wdlbte Kalotte ausgebildet. Alternativ zum zweiten Ausfuhrungsbeispiel kann gemaB 
dem dritten AusfQhrungsbeispiel in Fig. 4 auch in eine entsprechend gestaltete kreis- 
flachenformige Aussparung in der Unterseite des Kochplattenkorpers 5 ein rundes 
plattenformiges Einsetzteil 43 eingesetzt s.ein. Dieses weist einen im Vergleich zum 
Kochplattenkorper 5 grofleren Temperaturiangenausdehnungskoeffizienten auf. Die 
Funktion des Kochplattenkorpers 5 gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel entspricht 
der des ersten und zweiten Ausfiihrungsbejspiels, wobei die mechanischen Spannun- 
gen im Kochplattenkorper 5 insbesondere durch die unterschiedlichen Materialeigen- 
schaften bzw. Koeffizienten hervorgerufen sind. 

In Fig. 5 sind drei wesentliche Phasen (a, b, c) der durch die Steuereinheit 25 ge- 
steuerten, gezielten Verformung des Kochplattenkfirpers 5 nach dem zweiten Oder 
dritten Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. Im unbeheizten Zustand (Phase a) weist der 
Kochplattenkorper 5 eine kaiottenformig nach unten gewolbte Kontur auf. Zur Ande- 
rung dieser wird uber das zweite Heizelement 21 dem Peripherbereich des 
Kochplattenkorpers 5 Warme zugefQhrt. Dies fOhrt in einer Phase b aufgrund der 
entstehenden mechanischen Spannungen, wie oben erlautert ist, zur volligen Ebenheit 
des Kochplattenkorpers 5. In Phase c wird zunachst das erste Heizelement 17 im Be- 
reich der Aussparung 15 mit Heizleistung beaufschlagt, um eine W6lbung des Koch- 
plattenkfirpers 5 auf den Boden des Topfes 6 zu erreichen. Aufgrund des in dem 
Kochplattenkorper 5 vorliegenden Temperaturgradienten wolbt sich der Kochplatten- 
korper 5 in den nach oben gewolbten Topfboden 6, bis ein ausreichender WSrme- 
kontakt zwischen dem Topfboden 6 und dem Kochplattenkorper 5 hergestellt st. 
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Patentanspruche 

Kontaktwarmeubertragendes elektrisches Kochsystem zum Beheizen von Gar- 
gefaGen mit einem metallischen Kochplattenkdrper, der an seiner Oberseite mit 
einer Schutzschicht bedeckt ist, mit zumindest einem an dessen Unterseite 
gehalterten Heizelement, und mit einer Steuereinheit, die mit dem Heizelement 
zur Steuerung der Heizleistung des Kochsystems verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Schutzschicht (13) als Sol-Gel-Schicht realisiert ist. 

Kochsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daE die Starke der 
Schutzschicht (13) in Sol-Gel-Technik hSchstens etwa 5 bis 10 urn betragt. 

Kochsystem nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
elektrische Isolationsschicht (16) an der Unterseite des Kochplattenkorpers 
(5) als Sol-Gel-Schicht realisiert ist. 

Kochsystem nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schutzschicht (13) und die Isolationsschicht (16) im 
wesentlichen die gleiche Starke aufweisen. 

Kochsystem nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, datt das Material des Kochplattenkorpers (5) Metall, insbesondere 
Edelstahl ist. 

Kochsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daE die Metall- 
platte (5) etwa 2 bis 5 mm stark ist. 

Kochsystem nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf die Isolationsschicht (16) eine Emaille-Zusatzisolations- 
schicht aufgebracht ist. 
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